
クラウド産業の構造  ― お金とモノの流れで見るレイヤーの関係 ▼ = お金（需要）の流れ／モノ・サービスは逆方向へ

利用者（企業・個人） ― アプリ・ AI ・システムを使う

① 利用料を支払う（クラウド市場 約 80 兆円 / 年）

クラウドサービス（ IaaS/PaaS ）　サービスを提供し、 DC に巨額投資 約 80 兆円 / 年

AWS Microsoft Azure Google Cloud Oracle さくらインターネット

OS ・ミドルウェア・ DB ― クラウドの「中身」 約 24 兆円 / 年

AWS Microsoft Oracle Snowflake MongoDB Datadog

セキュリティ ― 全レイヤーを守る 約 40 兆円 / 年

Palo Alto CrowdStrike Fortinet トレンドマイクロ

② 設備投資 ― サーバー・ DC 建設に巨額の Capex （ AI ブームの主戦場）

データセンター ― ハードの世界　建設・運営・電力 / 冷却： Equinix Digital Realty NTT Vertiv ダイダン きんでん 施設の賃貸で約 16 兆円 / 年

AI 半導体（演算）
AI の頭脳。 GPU ・カスタムチップ

約 32 兆円 / 年

NVIDIA AMD Broadcom

TSMC （製造受託） Arm

メモリ・ストレージ
HBM ・ DRAM ・ NAND/SSD

約 49 兆円 / 年

SK ハイニックス サムスン電子

Micron キオクシア SanDisk

ネットワーク・光通信
DC 内外を結ぶ通信機器・光配線

機器で約 3 兆円 / 年

NVIDIA Arista Cisco

フジクラ 古河電工

③ 装置・材料を発注 ― 需要が最上流まで波及

半導体製造装置・部材（最上流）　チップを作るための装置・材料 約 21 兆円 / 年

ASML Applied Materials Lam Research 東京エレクトロン アドバンテスト ディスコ 信越化学

金額バッジ＝各レイヤーの世界市場規模（年間・ 1 ドル = 約 160 円換算の概算）。ネットワークは DC 向けスイッチ機器分、データセンターは施設賃貸（コロケーション）分の規模。ロゴは商標のため各社ブランドカラー風の表記。個人的
な情報整理であり、投資勧誘ではありません。 2026 年 7 月時点。
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